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一种自动紧锁式BGA老化测试装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动紧锁式BGA老化

测试装置，包括底板、面板、以及若干结构相同的

测试弹片，所述面板与底板相扣合，所述底板开

设若干与待测试IC锡球相对应的第一槽孔，所述

面板开设若干与第一槽孔对应的第二槽孔，所述

各测试弹片下部位于第一槽孔中，所述各测试弹

片上部位于第二槽孔中。本实用新型通过将测试

装置设置为底板、面板和若干测试弹片，底板与

面板可拆分，测试弹片插在底板和面板中，测试

弹片的L型卡块头部被底板和面板压住，将IC锡

球压入测试弹片两引脚顶部之间，测试弹片即可

自动夹持住IC锡球，结构简单，测试效率高。
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1.一种自动紧锁式BGA老化测试装置，用于老化/测试BGA系列IC，其特征在于：

包括底板、面板、以及若干结构相同的测试弹片，所述面板与底板相扣合，所述底板开

设若干与待测试IC锡球相对应的第一槽孔，所述面板开设若干与第一槽孔对应的第二槽

孔，所述各测试弹片下部位于第一槽孔中，所述各测试弹片上部位于第二槽孔中；

其中，所述底板四角分别凸设有扣板，所述面板四角分别凹设有与扣板适配的扣槽；所

述测试弹片包括：底座以及呈括号型的两引脚，所述两引脚底部与底座一体成型，所述两引

脚顶部夹持待测试IC锡球，所述底座中间设置有一L型卡块，所述L型卡块位于两引脚之间，

所述第二槽孔一侧底部设有凹槽，所述L型卡块的头部位于凹槽中。

2.根据权利要求1所述的自动紧锁式BGA老化测试装置，其特征在于：所述底板顶面设

置有两固定柱，所述面板设置有与固定柱适配的两固定孔。

3.根据权利要求1所述的自动紧锁式BGA老化测试装置，其特征在于：所述底板开设有

两第一定位通孔，所述面板开设有与第一定位通孔对应的两第二定位通孔。
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一种自动紧锁式BGA老化测试装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及DDR测试领域，尤其涉及的是一种自动紧锁式BGA老化测试装置。

背景技术

[0002] 现有技术中，BGA老化测试IC装置整体体积偏大，占用老化测试板空间减少老化测

试数量，采用定制方式制作，且测试/老化用PCBA板为专用定制方式，依靠螺丝及定位销来

锁紧固定，测试装置与测试/老化板之间接触方式为接触式，BGA老化/测试装置与待测IC的

引脚及老化测试板之间在各种极端老化环境连接不可靠，经常接触不良，导致测试不够精

准。

[0003] 因此，现有技术存在缺陷，需要改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种结构简单、与待测IC接触稳定、可拆

卸的自动紧锁式BGA老化测试装置，本装置可以安装在任何本类型封装的BGA  IC的PCBA对

应位置上，测试装置采用SMD焊接方式固定在老化测试用PCBA上，达到稳定牢靠的连接方

式。

[0005] 本实用新型的技术方案如下：一种自动紧锁式BGA老化测试装置，用于测试IC，包

括底板、面板、以及若干结构相同的测试弹片，所述面板与底板相扣合，所述底板开设若干

与待测试IC锡球相对应的第一槽孔，所述面板开设若干与第一槽孔对应的第二槽孔，所述

各测试弹片下部位于第一槽孔中，所述各测试弹片上部位于第二槽孔中；

[0006] 其中，所述底板四角分别凸设有扣板，所述面板四角分别凹设有与扣板适配的扣

槽；所述测试弹片包括：底座以及呈括号型的两引脚，所述两引脚底部与底座一体成型，所

述两引脚顶部夹持IC锡球，所述底座中间设置有一L型卡块，所述L型卡块位于两引脚之间，

所述第二槽孔一侧底部设有凹槽，所述第L型卡块的头部位于凹槽中。

[0007] 采用上述技术方案中，所述自动紧锁式BGA老化测试装置中，所述底板顶面设置有

两固定柱，所述面板设置有与固定柱适配的两固定孔。

[0008] 采用上述各个技术方案中，所述自动紧锁式BGA老化测试装置中，所述底板开设有

两第一定位通孔，所述面板开设有与第一定位通孔对应的两第二定位通孔。

[0009] 采用上述各个技术方案，本实用新型通过将测试装置设置为底板、面板和若干测

试弹片，底板与面板可拆分，测试弹片插在底板和面板中，测试弹片的L型卡块头部被底板

和面板压住，将IC锡球压入测试弹片两引脚顶部之间，测试弹片即可自动夹持住IC锡球，夹

住IC的各锡球使IC相应引脚与测试装置弹片导通，通过测试装置弹片与老化测试PCBA相连

通，达到BGA  IC与老化测试板导通的目的结构简单，测试效率高。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的斜剖面示意图；
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[0011] 图2为本实用新型的底板示意图；

[0012] 图3为本实用新型的面板示意图；

[0013] 图4为本实用新型的测试弹片示意图；

[0014] 图5位本实用新型的正剖面示意图。

具体实施方式

[0015] 以下结合附图和具体实施例，对本实用新型进行详细说明。

[0016] 本实施例提供了一种自动紧锁式BGA老化测试装置，用于测试IC，包括底板1、面板

2、以及若干结构相同的测试弹片3，所述面板2与底板1相扣合，所述底板1开设若干与待测

试IC4锡球41相对应的第一槽孔12，所述面板2开设若干与第一槽孔12对应的第二槽孔，所

述各测试弹片3下部位于第一槽孔12中，所述各测试弹片3上部位于第二槽孔中；

[0017] 其中，所述底板1四角分别凸设有扣板11，所述面板2四角分别凹设有与扣板11适

配的扣槽21；所述测试弹片3包括：底座以及呈括号型的两引脚32，所述两引脚32底部与底

座一体成型，所述两引脚32顶部夹持待测试IC4的锡球41，所述底座中间设置有一L型卡块

31，所述L型卡块31位于两引脚32之间，所述第二槽孔一侧底部设有凹槽，所述第L型卡块31

的头部位于凹槽中。

[0018] 如图1～5所示，本实施例中，面板2位于底板1的上面，装配时，首先将各测试弹片3

下部插入至底板1的第一槽孔12中，然后再将面板2的第二槽孔与各测试弹片3的上部对应，

面板2往下压，将测试弹片3固定。面板2四角位置凹设有扣槽21，底板1四角位置凸设有扣板

11，面板2往下压时，扣板11的挂钩勾住面板2的扣槽21，将面板2与底板1紧密固定。

[0019] 如图4和图5所示，本实施例中，测试弹片3包括底座和两引脚32，两引脚32呈括号

型，两引脚32底部与底座一体成型设置，两引脚32顶部夹持待测试IC4锡球41，底座则与

PCBA板上连接。两引脚32顶部之间的间距小于锡球41的直径，当待测试IC4的锡球41往两引

脚32中间挤压时，两引脚32会有一个相向的恢复弹力，将锡球41夹紧，实现自动紧锁待测试

IC4的锡球41。同时，将底座中间设置一L型卡块31，L型卡块31位于两引脚32之间，L型卡块

31头勾住底板1顶面，而面板2的第二槽孔一侧底部设置的凹槽用于容纳L型卡块31的头部。

因此，面板2和底板1将L型卡块31的头部压住，防止测试弹片3上下移动，使整个结构紧密相

连。

[0020] 进一步的，所述底板1顶面设置有两固定柱14，所述面板2设置有与固定柱14适配

的两固定孔24。

[0021] 如图2和图3所示，本实施例中，为了快速组装面板2和底板1，通过底板1的固定柱

14和面板2的固定孔24对位，下压面板2即可将底板1与面板2组装。

[0022] 更进一步的，所述底板1开设有两第一定位通孔13，所述面板2开始有与第一定位

通孔13对应的两第二定位通孔23。

[0023] 如图2和图3所示，本实施例中，为了准确将整个测试装置与待测试IC4对位好，在

底板1上开设第一定位通孔13，在面板2上开设第二定位通孔23，第一定位通孔13和第二定

位通孔23分别与待测试IC4的定位框适配。

[0024] 采用上述各个技术方案，本实用新型通过将测试装置设置为底板、面板和若干测

试弹片，底板与面板可拆分，测试弹片插在底板和面板中，测试弹片的L型卡块头部被底板
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和面板压住，将IC锡球压入测试弹片两引脚顶部之间，测试弹片即可自动夹持住IC锡球，夹

住IC的各锡球使IC相应引脚与测试装置弹片导通，通过测试装置弹片与老化测试PCBA相连

通，达到BGA  IC与老化测试板导通的目的结构简单，测试效率高。

[0025] 以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用

新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保

护范围之内。
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图1
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图2
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图3
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图4

图5
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